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© Tragbare Karta zur Informationsverarbeitung. 

© Die Erflndung betrifft eine tragbare Karte zur Informati- 
on sverarbeltung mrt elnem in der Karte angeordneten 
Halbletterchlp (5) und mit SuBeren AnschluSbereichen (3). 
die mit den KontaktierungsflSchen (17) des Halbleiterchips 
(6) durch ein Lelternetz (6) verbunden sind. Der Halbleiter- 
chips (5) let In Form eines Mikropacks, bestehend aus einem 
Kunststoffzwischentrfiger (7), der mit einem eine grOBere 
Heche als der Halbleiterchip (5) aufweisenden Fonster (8) 
versehen 1st und der einseitig mit elnem metallischen 
Lehemetz (6) versehen ist, dessen zum Kontaktieren der 
KontaktierungsflSchen (17) bestimmteAnschluBfinger(18) in 
das Fenster (8) hineinragen, wobei die Kontektterungsfla- 
5J chen (17) des Halbleiterchips (5) xur elektrischen Kontaktie- 
^ rung und zur mecha'nischen Halterung des Chips (5) mit dem 
In das Fenster (8) hlnelnragenden Enden der AnschluBfinger 
W (18) kontaktiert sind, in der bus einem Kartenkfirper (2) und 
J2 mlndestens einer Deckfolie (25) bestehenden Karte (4) 
^ angeordnet Dae Mikropack 1st als In eine fensterartlge 
Aussparung (21) dee Kartenkorpers (2) elnpaBbare Einhert 
IT (1), deren Dlcke in etwa der Dicke des Kertenk6rper8 (2) 
g entspricht und auf deren elner Oberflache die fiutteren 
W AnschluBbereiche (3) angeordnet sind, hergestellt. 
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5 Tragbare Karte zur Inf ormationsverarbeitunfl 

Die Erfindung betrifft elne tragbare Karte zur Informations 
verarbeltung mit einera In der Karte angeordneten Halb- 
lelterchip und mit SuBeren AnschluBbereichen, die mit den 
10 Kontaktierungsf Hchen des Halbleiterchlps durch ein 
Leiternetz yerbunden sind. 

Entsprechencfe tragbare Karten, die beispielsweise die Form 
Qblicher Kreditkarten Oder Scheckkarten aufweisen und in 

15 deren Halbleiterchip beispielsweise auBer den unverander- 
lichen persSnlichen Daten des Karteninhabers auch der 
Kontbstand des Karteninhabers, der sich je nach Buchung 
bzw. Benutzung der Kreditkarte andert, gespeichert 1st, 
sind z. B. aus der DE-OS 22 20 721 und der DE-OS 26 33 164 

20 bekannt. 

Aus der DE-OS 26 59 573 ist eine tragbare Karte mit einer 
Anordnung zur Verarbeitung von elektrischen Signalen, die 
im lnneren der Karte angeordnet ist, und mit SuBeren 

25 Kontaktklemmen, die mit der Anordnung durch ein Leiternetz 
verbunden sind, bekannt, bei der die Anordnung und das 
Leiternetz auf ein und demselben Substrat ruhen, dessen 
Dicke und dessen FlMcheninhalt relativ kleiner sind als 
der FlScheninhalt der Karte und bei der die Anordnung in 

30 elnem Hohiraum der Karte untergebracht ist und die Kon- 
taktklemmen durch Kontaktbereiche der Leiter des Netzes 
Qber Aussparungen in der Karte gebildet sind. 
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Bei dieser Bauart ist das Justieren der Kontaktbereiche 
der Leiter des Netzes und der Aussparungen der Karte 
zueinander kompliziert und technisch aufwendig. Die aus 
Substrat, Anordnung und Leiternetz bestehende Einheit 
5 weist unterschiedliche Oicken auf, so daB diese Einheit 
bei PrOf vorgSngen und beira Einbau in die tragbare Karte 
schlecht handhabbar ist. Insbesondere besteht die Gefahr. 
daB das die Anordnung und die auBeren Kontaktklemmen ver- 
bindende Leiternetz beim Einbau in die tragbare Karte 
10 wegen der unflexiblen Verbindung zwischen Kontaktklemmen 
und Anordnung zerstort wird bzw. teilweise abreiBt. 

Aufgabe der E-rfindung ist es, hier Abhllfe zu schaffen, 
und eine tragbare Karte zur Inforniationsverarbeitung 
15 Yorzusehen, die eine geringe BauhBhe aufweist, fertigungs- 
technisch einfach herstellbar und handhabbar ist und bei 
der der Halbleiterchip ohne Komplikationen in die Karte 
eingebaut werden kann. 

20 Diese Aufgabe wird bei einer Karte. der eingangs genannten 
Art erf indungsgemSB dadurch gelost, daB der Halblelter-. 
chip in Form eines Mikropacks, bestehend aus einem 
Kunststoffzwischentrflger, der mit einem eine grSBere 
FlSche als der Halbleiterchip aufweisenden Fenster ver- 

25 sehen ist und der einseitig mit einem metallischen 
Leiternetz versehen ist, dessenzum Kontaktieren der 
Kontaktierungsf lachen bestimmte Anschlulif inger in das 
Fenster hineinragen, wobel die Kontaktierungsf lachen des 
Halbleiterchips zur elektrlschen Kontaktierung und zur 

30 mechanischen Haiterung des Chips mit dem in das Fenster 
hineinragenden Enden der AnschluBf inger kontaktiert sind, 
in der aus* einem Kartenk5rper und mindestens einer Oeck- 
folie bestehenden Karte angeordnet ist und daB das Mikro- 
pack als in eine fensterartige Aussparung des KartenkOrpers 

35 einpaBbare Einheit, deren Dicke in etwa der Dicke des 
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KartenkOrpers entspricht und aufderen einer OberfUche 
die SuBeren AnschluBbereiche angeordnet sind, hergestellt 
1st. 

5 Durch Verwendung eines nach Art eines Mikropacks in der 
Karte angeordneten Halbleiterchips wird eine geringe 
Bauhfihe der Karte und eine Flexibilitat des den Halbleiter 
chip kontaktierenden Leiternetzes ermfiglicht. Das Anord- 
nen von Mikropack und fiuBeren AnschluBbereichen als 

10 separate in eine fensterartige Aussparung des Karten- 
kOrpers einpaBbare Einheit ermoglicht die getrennte Her- 
stellung von Karte und Halbleiterchip beinhaltender Ein- 
heit. Der empf indliche Teil der Karte kann klein gehalten 
werden und die Karte kann auBerhalb des Bereichs der den 

15 Halbleiterchip beinhaltenden Einheit beliebig flexibel 
gestaltet werden, Sowohl die Einheit als auch die fertige 
Karte sind vol lautomatisch prQfbar, die einheitliche Dicke 
der Einheit verhindert eine Zerstorung des Leiternetzes 
und ermSglicht einen kompl ikationsf reien Einbau. 

20 

StabilitSt der tragbaren Karte und Schutz der einpaBbaren 
Einheit vor SuBeren und mechanischen EinfiDssen wird in 
.einfacher Weise dadurch erreicht, daB auf der Unterseite 
der aus KartenkOrper und einpaBbarer Einheit gebildeten 
25. Anordnung eine erste Deckfolie angeordnet ist und daB 
auf der Oberseite der aus Kartenkorper und einpaBbarer 
Einheit gebildeten Anordnung eine zweite, die AnschluB- 
bereiche aussparende Deckfolie angeordnet ist. 

30 Zur weiteren Erhohung der StabilitSt ist es von Vorteil, 
die HohlrSume zwischer erster und zweiter Deckfolie mit 
Kunststoff auszufQllen. 

Es liegt im Rahraen der Erfindung, daB der Kunststoff- 
35 zwischentrSger auf einer, in die fensterartige Aussparung 
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einpaBbaren, das Unterteil der einpaBbaren Einhelt 
bildenden Bodenanordnung angeordnet 1st und daB Ober dem 
Kunststoffzwischentrager eine die SuBeren AnschluBbereiche 
aussparende In die f ensterartlge Aussparung einpaBbare 
5 und das Oberteil der einpaBbaren Einheit bildende Deckel- 
folie angeordnet ist. 

In Weiterbi Idung der Erfindung ist vorgesehen, als Boden- 
anordnung eine Bodenfolie vorzusehen oder als Bodenanord- 
10 nung ein mit einera eine groBere F13che als der Halbleiter- 
chip aufweisenden Hohlraum versehenes Formstuck vorzusehen. 

Ebene OberflSchen der den Halbleiterchip enthaltenden 
tragbaren Karte werden vorteilhafterweise dadurch erreicht, 

15 daB die mit dem Leiternetz verbundenen, auf dem Kunststoff- 
zwischentrager befindlichen SuBeren AnschluBbereiche in 
ihrer Dicke verstSrkt sind und daB die SuBeren AnschluB- 
bereiche so yerstSrkt sind, daB die aus den verstSrkten 
SuBeren AnschluBbereichen und der zweiten Deckfolie be- 

20 stehende OberflSche der Karte plan ist* 

Zur Verhinderung statischer Aufladungen liegt es im 
Rahmen der Erfindung, daB die Bodenanordnung aus einem 
elektrisch leitenden Material hergestel.lt ist, daB die 

25 Deckelfolie aus einera elektrisch leitenden Material herge- 
stellt ist, daB die metallisierte RQckseite des Halblei- 
terchips an der aus elektrisch leitendem Material herge- 
stellten Folie oder Anordnung elektrisch Ieitend ist 
und/oder daB mindestens eine Deckfolie aus elektrisch 

30 leitendem Material hergestellt ist. 

Vorteilhafterweise sind die aus elektrisch leitendem 
Material hergestel lten Folien oder Anordnungen mit dem den 
Massekontakt bildenden SuBeren AnschluBbereich elektrisch 
35 ieitend verbunden. 
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Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren naher 
eriautert. Es zelgen: 

Fig. 1 ein AusfQhrungsbeispiel fQr einen Kartenkorper mit 
5 eingepaBter einpa&barer Einheit In Draufsicht, 

Fig. 2 eine erf indungsgemaBe tragbare Karte, bei der (Iber 
der in Fig. 1 dargestellten, aus Kartenkorper und 
einpaBbarer Einheit gebildeten Anordnung eine 
zweite, die AnschluBbereiche aussparende Deckfolie 
10 angeordnet 1st, in Draufsicht, 

'Fig. 3 einen LSngsschnitt durch ein AusfQhrungsbeispiel 
einer erf indungsgemaBen einpaBbaren Einheit Ungs 
der Linie III-III der Fig. 1, . 
Fig. 4 ausschnittsweise einen Langsschnitt durch die als 
15 AusfQhrungsbeispiel in der Fig. 2 gezeigten Karte 

Ungs der Linie IY-IV der Fig. 2 und 
Figuren 5 bis 8 ausschnittsweise L3ngsschnitte durch 

weitere Ausf Qhrungsbeispiele der in der 
Fig. 2 gezeigten Karte lSngs der Linie 
20 IV-IV der Fig. 2. 

In den Figuren sind gleiche Elemente mit gleichen Bezugs- 
zeichen bezeichnet. 

Das AusfQhrungsbeispiel nach Fig. 1 zeigt einen im 
25 wesentlichen rechteckigen tragbaren Kartenkorper 2, der 
z. B. entsprechend der geltenden europaischen Scheck- 
kartennorm eine Breite von 53,98 + 0 f 05 mm und eine LSnge 
von 85,6 + 0,12 mm aufweist. Die Dicke des z. B.aus 
Thermoplastfolie hergestel Iten Kartenkorpers 2 betrSgt 
30 beispielsweise 0,5 mm. Der Kartenkorper 2 weist vorteil- 
hafterweise eine fensterartige Aussparung 21 auf , in die 
die Einheit 1, in der sich ein Halbleiterchip in Form 
eines Mikropacks befindet. einpaBbar ist. Auf einer Ober- 
fiache der Einheit 1 sind mit den Kontaktierungsf lachen 
35 des Halbleiterchips verbundene AnschluBbereiche 3 ange- 
ordnet. 
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Auf der Unterseite der aus Kartenkorper 2 und einpaB- 
barer Einheit 1 gebildeten Anordnung ist eine erste Deck- 
folie angeordnet, wSh'rend auf der Oberselte der aus 
Kartenkdrper 2 und anpaBbarer Einheit 1 bestehenden Anord- 
5 nung eine zweite, die AnschluBbereiche 3 aussparende Deck- 
folie 25 angeordnet ist. Eine entsprechend ausgefUhrte 
Karte 4 ist in Draufsicht in der Fig. 2 gezeigt. 

Die AnschluBbereiche 3 konnen bei Durchlauf der Karte 4 
10 durch ein nicht dargestel ltes 'Lesegerat abgetastet werden. 
Der in der Einheit 1 enthaltene Halbleiterchip kann bei- 
spieisweLse Funktionen wie Serien-/Parallelwandler, 
Parailel/Serienwandler, Schutzcodespeicher, Vergleichs- 
schaltung, Datenspeicher fOr Identitatscode, Datenspeicher 
15 fflr Bankdaten und eine Verschlusselungslogik fQr das 

Ausgangssignal aufweisen. Wie in den Figuren 1 und 2 ge- 
zeigt, kdnnen beispielswelse sechs auBere AnschluBbereiche 
3 fur je einen seriellen Informationsausgang, seriellen 
Informationseingang, Takteingang, .Eingang fQr eine Pro- 
20 gramraierspannung, Bezugspotential (Masse) und Versorgungs- 
spannung vorgesehen sein. 

Der innere Aufbau der Einheit 1 ist in "der Fig. 3, die 
einen Querschnitt durch das Ausf Qhrungsbeispiel der Fig. 1 

25 Hngs der Linie III-III zeigt, ausgefQhrt. Urn insbesondere 
eine geringe BauhShe der Karte 4 zu erreichen, wird der 
Halbleiterchip 5 in Form eines Mikropacks kontaktiert 
und in der Einheit 1 angeordnet. Der Aufbau eines Mikro- 
packs ist in der DE-PS 20 23 680, der DE-PS 24 14 297 Oder 

30 in der Zeitschrift Sieraens-Bautei lereport 16 (1978), 
Heft 2, Seiten 40 bis 44 naher erlautert. Als Ausgangs- 
material dient vorzugsweise ein 35 mm breites hoch- 
temperaturfestes Polyimidband 7, das gestanzt und z. B. 
entsprechend den MaBen eines Super-8-Fi Imes nach DIN 15851 

35 perforiert wird. Hersteller und Anwender konnen daher fGr 



0071 255 



-7- VPA 81 P 1 103 E 

die benatigten Fertigungsanlagen auf die Antriebs- und 
FOrdertechnik der Fi lraindustrie zurQckgreifen. 

Vor der Montage der integrierten Schaltungen wird auf 
5 das Polyimidband 7 eine Kupferfolie aufgeklebt, partiell 
galvanisch verzinnt und so geatzt, daQ Leiterbahnen 6 
und AnschluBpunkte 18 ftlr die Chips entstehen. 

Nach dem Schneiden des breiten Fi lmstreif ens in vier 
10 schmaie Super-8-Bander Oder z. B. zwei 16-mm-Bander 
werden die hermetisch versiegelten und mit lotfahigen 
AnschlQssen 17 versehenen Haibleiterchi ps 5 in den Film 7 
eingelQtet und zusatzlich mit einem Lacktropfen als Be- 
rQhrungsschutz abgedeckt. Da die feinen Kupferanschlusse 6 
15 frei in das Fenster 8 im Polyimidband 7 hereinragen, sind 
die integrierten Schaltungen flexibel gehaltert und so 
gegen mechanische und thermische Verspannung geschQtzt. 
AnschlieBend kann das so hergestellte Mikropack StQck fGr 
Stock vom Polyimidband 7 geschnitten werden. Bei einer 
20 Dicke des Chips 5 von o,25 + 0,3 mm 13Bt sich mittels 
eines Mikropacks ohne Schwierigkeiten eine Gesamtbauhflhe 
fur die Karte 4 von 0,76 £ 0,08 mm (europaische Scheck- 
kartennorm) und eine gute Flexibi 1 i tat der Einheit 1 
erreichen. 

25 

Die Dicke von Polyimidband 7 und Leiternetz 6 betr8gt 
typischerweise knapp 0,2 mm, wobei auf das 125 yjm dicke 
Polyimidband 7 eine 25 yum dicke Kleberschicht , dann eine 
35 yum dicke Kupferfolie, die an ihrer Oberseite mit einer 
30 5 yum dicken Zinnschicht bedeckt ist, angebracht wird. * 

Urn diese Dicke von etwa 200 jim auf die gewQnschte Dicke 
des KartenkSrpers 2 von 500 yum zu vergrSBern, ist es von 
Vorteil, die Einheit 1 zu verdicken und damit gleich- 
35 zeitig zu versteifen, wodurch ein eventueller Bruch des 
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Chips 5 verhindert wird. Diese Verdickung kann in ein- 
facher Weise dadurch geschehen, daS der Kunststoff- 
zwischentrager 7 auf einer Tragerfolie 9 angeordnet wird, 
die vorteilhafterweise solche AuBenabmessungen aufweist, 
5 daQ sie in die fensterartige Aussparung 21 des Karten- 
kOrpers 2 einpaBbar ist, d. h. in Geometrie und Ab- 
messungen der Aussparung 21 entspricht. Die Tragerfolie 
9 kann beispielswe.ise durch Laminieren (Kleben unter 
Druck und warrae) rait dem Kunststoffzwischentrager 7 ver- 
10 bunden werden. Ihre Dicke kann z. B. inklusive einer not- 
wendigen Klebeschicht etwa 300 ^urn betragen. 

Die Tragerfolie 9 wird vorteilhafterweise an der Seite 
des Kunststoffzwischentragers 7, die nicht mit dem 

15 raetallischen Leiternetz 6 versehen ist, angebracht. Als 
Material fflr die Tragerfolie 9 kfinnen Kunststoffe wie 
Epoxidharz, insbesondere glasf aserverstarktes Epoxidharz, 
Hartpapier Oder Kapton und Metalle, wie insbesondere 
Messing, aber auch Kupfer, Nickel-Elsen Oder Bronze zur 

20 Anwendung kommen. 

Die Verwendung eines entsprechend dickeren Polyimidbandes 
7 bei der Herstellung des Mikropacks hatte dagegen eine 
. schlechtere Festigkeit zur Folge. 
25 . 

Urn, falls gegebenenfalls auch auf der Seite des Kunst- 
stoffzwischentragers 7, auf der das Leiternetz 6 ange- 
ordnet ist, eine weitere Folie auf larainiert werden soil, 
die Oberfiache der Einheit 1 mit den auBeren AnschluB- 

30 bereichen 3 des Leiternetzes 6 abzuschlieBen oder allge- 
mein eine ebene Oberfiache der Einheit 1 oder der Karte 4 
zu schaffen, ist in Weiterentwicklung der Erfindung vor- 
gesehen, die zunachst eine dem Qbrigen Leiternetz 6 ent- 
sprechende Dicke aufweisenden auBeren AnschluBbereiche 3 

35 in ihrer Dicke zu verstarken. Dies kann in einfacher 
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Weise durch Aufbringen eines metal 1 ischen Grundmaterials 10 
auf dem als auBeren AnschluBbereich vorgesehenen Tell des 
Leiternetzes 6 erreicht werden. 

5 Das Aufbringen des metallischen Grundmaterials 10 kann durch 
LOten, SchweiBen oder Kleben erfolgen. Als metal lisches 
Grundmaterial wird vorteilhaf terweise ein unedles Metali, 
beispielsweise Messing, Federbronze, Nickel-Eisen Oder 
Kupfer verwendet. Besonders einfach 1st das metaflische 
10 Grundmaterial 10 mitteis der bekannten "Ref low-Soldering"- 
Methode auf das Leiternetz 6 aufzulSten, da sich dann eine 
Selbstjustierung ergibt. 

Die zum Leiternetz 6 hingewandten OberflSchen der metalli- 
15 schen Verdickung 10 werden durch Plattieren oder galva- 

nische Behandlung mit einer ieitfatiigen und ggf. lOtfHhigen 
Oberf Uche 22 aus Zinn, Silber oder Gold versehen, Wird" 
das Leiternetz 6 mit der metallischen Verdickung 10 ver- 
* klebt, so kann ein elektrisch leitfahiger Kleber entweder 
20 direkt an der- Unterseite der metallischen Verdickung 10 
angeordnet werden. oder auf einer in einer der oben be- 
schriebenen Weisen angebrachten metallischen, den Obergangs- 
widerstand zwischen Hetall verdickung • 10 und Leiternetz 6 
gering haltenden Oberf lachenschicht 22 angebracht werden. 

25 

Auf die, die auBeren Kontaktbereiche 3 bildenden Ober- 
. fiache der metallischen Verdickungen 10 kann zur Erhfihung 
der VerschleiBfestigkeit und urn eine Kontaktf 13che mit 
niedrigem Ubergangswiderstand zu erreichen, mitteis 
30 PUttierung oder mitteis eines galvanischen Verfahrens 
eine weitere metallische Oberf lachenschicht 23 aus Gold, 
Chrom, Nickel oder Silber angebracht werden. 

Die Dicke des metallischen Grundmaterials 10 bzw. des 
35 Grundmaterials 10 und der Schichten 22 und 23 wird so 
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gewahlt, daB die Dicke der Einheit 1 der Dicke der Karte 4 
entspricht; es 1st aber auch m&glich, die AnschluBf Uchen 3 
so zu verdicken, daB sie aus der Oberf 13che der Karte 4 
herausschauen. 

Auf diese Weise gelingt es, ohne auf eine bestimmte Techno- 
logie angewiesen zusein, metallische Verdickungen 10 
aufzubringen, fOr die kostengQnstige Materialien verwendbar 
sind. Da von unterschiedlichen Haterialien und unterschied- 
lichen Oberf lachen ausgegangen werden kann, kSnnen zahl- 
reiche Verfahren verwendet werden, so" daB die Wahl der 
entsprechenden Technologie flexibel gestaltet werden kann. 

Der innere Aufbau der Karte 4 ist in der Fig. 4, die einen 
ausschnittsweisen Querschnitt durch die Karte der Fig. 2 
langs der Linie IV r IV zeigt, ausgefuhrt. Die in der Fig. 3 
gezeigte einpaBbare Einheit 1, die im gezeigten AusfQhrungs 
beispiel so ausgefuhrt ist, daB die Didce von Kunststoff- 
zwischentr§ger 7 und TrSgerfolie 9 der Oicke des Karten- 
tragers 2 entspricht, wird in die f ensterartige Aussparung 
21 des Kartentragers 2 gepreBt- Auf der Unterseite der aus 
KartenkSrper 2 und einpaBbarer Einheit 1 gebildeten Anord- 
nung wird eine eYste Deckfolie 26 angeordnet, die in ihren 
SuBeren Abraessungen den Abraessungen des KartenkSrpers 2 
entspricht. Auf der Oberseite der aus KartenkGrper 2 und 
einpaBbarer Einheit 1 gebildeten Anordnung wird eine zweite 
die AnschluBbereiche 3 aussparende Deckfolie* 25 angeordnet, 
deren auBere Abmessungen ebenfalls denen des KartenkSrpers 
2 entsprechen. 

Auf diese Weise gelingt es, eine insbesondere NormmaBen 
entsprechende tragbare Karte herzustellen, die eine ebene 
Oberfiache aufweist. Kartentrager 2 und die Deckfolien 25 
und 26 kennen aus glasf aserverstarktem Epoxid Oder aus 
Thermoplastkunststoff bestehen und mittels Laminieren 
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verbunden werden. HIerbei 1st es beim Aufbringen der 
zweiten Deckfolie 25 von Vorteil, die Aussparungen der 
Deckfolie 25, die die AnschluBbereiche 3 aufnehraen sollen, 
geringfOgig kleiner als es der FlSche der AnschluBbereiche 
5 3 entsprichtv auszufQhren und die zweite Deckfolie 25 von 
oben auf die AnschluBbereiche 3 bzw. den TragerkGrper 2 
zu pressen, da so die Einheit 1 abgedichtet und vor Ver- 
unreinigungen geschUtzt 1st. 

10 Oie zwischen erster Deckfolie 26 und zweiter Deckfolie 25 
bzw, zwischen den verstarkten AnschluBbereichen 3 und der 
Tragerfolie 9 auftretenden Hohlrfcume kGnnen durch Ver- 
gieBen Oder durch Verspritzen rait - in der Fig. 4 gepunktet 
gezeichnetem - Kunststoff 11 ausgefQllt werden, so daB 

15 die von der Kunststoff oberf lache bis zur Kunststoff unter- 
seite gemessene* Dicke der Dicke des KartenkGrpers 2 in 
etwa entspricht. Als Kunststof fmaterial koramen Silicon- 
kautschuk, Epoxidharze oder Thermopiaste in Frage. Das 
YergieBen oder Verpressen kann vor dem Einbau der Einheit 

20 in den Kartentrager 2 in einer Form vorgenommen werden. 
Es ist aber auch mGglich, die GuB- oder PreBmasse durch 
eine der Deckfolien 25 oder 26 in den um den Halbleiter- 
chip 5 herum befindlichen Hohlraum einzubringen. Wegen 
der Flexibilitat des verwendeten Mikropacks ist es 

25 aber auch mOglich, in einer Ausf Ohrungsform rait offener 
Bauweise den den Halbleiterchip 5 umgebenden Hohlraum 
unausgefdllt zu lassen. 

Ein weiteres Ausf Qhrungsbeispiel fOr die einpaBbare Ein- 
30 heit 1 in der der'Fig. 3 entsp'rechenden Darsteilung 

zeigt die Fig. 5. Die Anordnung von AnschluBbereichen 3, 
Leiternetz 6', Kunststof fzwi schentrftger 7, Tragerfolie 9 
und Halbleiterchip 5 entspricht der in der Fig, 3 gezeig- 
ten Anordnung. ZusStzlich ist diese Anordnung dadurch 
35 versteift, daB an ihrer Unterseite eine als Bodenfolie 28 
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ausgefQhrte Bodenanordnung z. B. mlttels Laminieren ange- 
ordnet 1st. Die Bodenfolie 28 ist so dimens ioniert , daB 
sie in die fensterartige Aussparung 21 einpaBbar ist. 
Die Oberseite der einpaBbaren Einheit 1 ist zum Abdichten 

5 des urn den Halbleiterchip 5 befindlichen Hohlraums und 
zur Herstellung einer bis auf die erhfihten AnschluBberei- 
che 3 ebenen Oberfiache der Einheit 1 mit einer Deckel- 
folie 27 versehen, deren Dicke z. B. in etwa der Dicke 
des Leiternetzes 6 entspricht und die beispielsweise dort 

10 Aussparungen aufweist, wo auf der Oberfiache des Kunst- 
stoffzwischentragers 7 das Leiternetz 6 angeordnet ist. 

Der urn den Halbleiterchip 5 befindliche Hohiraum kann ent- 
weder frei bleiben oder entsprechend den AusfQhrungen zur 
15 Fig. 4 vergossen oder YerpreBt werden. 

Die einpaBbare Einheit V nach Fig. 5 wird entsprechend 
den zur Fig. 4 gemachten AusfQhrungen in die Aussparung 21 
des Kartentr&gers 2 eingepaBt und an ihrer Unterseite mit 
20 einer ersten Deckfolie 26 und. an ihrer Oberseite mit 
einer zweiten Deckfolie 25 versehen und bildet dann die 
erf indungsgemaBe, eine ebene Oberfiache aufweisende trag- 
bare Karte 4. 

25 Ein weiteres AusfOhrungsbeispiel fQr die einpaBbare 

Einheit 1 zeigt die Fig. 6. Sie entspricht im wesentlichen 
dem AusfOhrungsbeispiel der Fig. 5, jedoch sind hier die 
auBeren AnschluBbereiche 3 ira Vergleich zu den in der 
Fig. 5 gezeigten verdickt, z. B. statt 0,1 mm 0,2 mm dick. 

30 Als Deckelfolie 27 und Tragerfolie 9 konnen dann beispiels- 
weise gleichstarke Laminate verwendet werden. Die einpaB- 
bare Einheit 1 ist auf ihrer Unterseite ebenfalls mit 
einer Bodenfolie 28 abgeschlossen. 



35 
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In den in den Figuren 7 und 8 gezeigten Ausf Ohrungsbei- 
spielen fUr die einpaBbare Einheit 1 1st anstelle einer 
Bodenfoiie 28 ein mit einem eine grflBere Fiache als der 
Halbleiterchip 5 aufweisenden Hohlraum 30 versehenes 

5 FormstQck 29 vorgesehen. Das FormstQck 29 kann so geforrnt 
sein, daB es einen weiteren stufenartigen Hohlraum zur 
Aufnahme des Kunststoff zwischentragers 7 aufweist. Oas 
FormstQck 29 kann als vorgefertigtes Teil als Kunststoff - 
spritzteil oder KunststoffgieBteil gefertigt sein, es 

10 kann aber auch. als geprBgte Thermoplastfolie hergestellt 
werden. Entsprechend den Figuren 5 und 6 wird die Ober- 
seite der Einheit 1 mit einer dunnen (Fig, 7) Deckel- 
folie 27 oder bei verstarkter AusfQhrung der AnschluBbe- 
reiche 3 (vgl. Fig. 6) mit einer etwas dickeren Deckel- 

15 folie 27 (Fig- 8) versehen. Der Chip 5 ist in der Fig. 7 
so in die Einheit 1 eingebaut, daB sich seine ldtfahigen 
AnschlQsse 17 auf seiner Unterseite befinden. 

Es ist aber - dies gilt auch fOr die Ausf Qhrungsbeispiele 
20 der Figuren 3 bis 6 - auch mfiglich, den Halbleiterchip 5 
In der Weise in die Einheit 1 einzubauen, daB die IQt- 
fahigen AnschlQsse 17 wie im Ausf Uhrungsbei spiel der 
Fig. 8 nach oben zeigen. 

25 Der um den Halbleiterchip 5 herum befindliche Hohlraum 
•kann bei den Ausf Qhrungsbeispielen nach Figuren 7 und 8 
entweder frei bleiben oder in einer der oben beschr iebenen 
Weisen mit Kunststoff ausgefullt werden. 

30 In einer weiteren nicht figQrlich dargestellten AusfQhrungs- 
form ist es vorgesehen, die treppenartige Form des 
FormstQcks 29 durch das Auf einanderlaminieren dreier 
Kunststof ff olien zu erhalten. 



35 
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Die in Figuren 3 bis 8 gezeigten Ausf uhrungsbeispiele fOr 
die einpaBbare Einheit 1 sind als einheitl iches Teil, das 
bis auf die erhfihten AuBenbereiche 3 glatt ist, ausgefQhrt. 
Die einpaBbare Einheit 1 kann Jewells der Fig.. 4 ent- 
5 sprechend mit erster Deckfoiie 26, KartentrSger 2 und 
zweiter Deckfoiie 25 zur tragbaren Karte 4, die glatte 
OberflSchen aufweist, zusammengebaut werden. Die Dicken 
der Deckfolien 25 und insbesondere 26 sind dabei so zu 
wahlen, daB die Gesamtdicke der Karte z'. B. einer gewQnsch- 
10 ten Norm entspricht. 

Befindet sich die tragbare Karte 4 nicht in einem LesegerSt, 
so weist der Halbleiterchip 5 keine Masseverbindung auf, 
so daB die Gefahr elektrostatischer Aufladungen besteht, 

15 die insbesondere bei Verwendung eines MOS-Chips zur Zer- • 
storung des Halbleiterchi ps 5 fQhren k5nnen. Urn hier Ab- 
hilfe zu schaffen, erapfiehlt es sich, in Weiterbl Idung der 
Erfindung auf mindestens einer OberflSche der Einheit 1 
eine elektrisch leitende Schicht vorzusehen Oder mindestens 

20 eine Oberf lSchenanordnung der Einheit 1 elektrisch leitend 
auszufQhren. Die elektrisch leitende Schicht bzw. Ober- 
flSche wird mit dem, den Massekontakt bildenden auBeren 
AnschluBbereich 3 elektrisch leitend verbunden. Vorteil- 
hafterweise* kann die Einheit 1 in der Weise ganzfiachig, 

25 d. h, beidseitig, mit der elektrisch leitenden Schicht 
versehen werden, daB lediglich die Bereiche der auBeren 
AnschluBbereiche 3, die nicht als Massekontakt dienen, 
von der elektrisch leitenden Schicht ausgespart sind. 

30 Entsprechend diesen Ausfuhrungen kann beispielsweise die 
Bodenfolie 28 oder die Deckelfolie 27 Oder beide Fo'lien 
nach den Figuren 5 und 6 aus elektrisch leitendem Material 
hergestellt sein. Wird eine Deckelfolie 27 aus elektrisch 
leitendem Material- verwendet, so ist darauf zu achten, daB 

35 die Deckelfolie 27 von den auBeren AnschluBbereichen '3, 
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die nicht den Massekontakt bilden, elektrisch isolierend 
angeordnet 1st. Dies kann'z. B. durch Anordnung einer in 
der Dicke der Deckelfolie 27 entsprechenden Isolier- 
schicht 31 urn die entsprechenden Anschluftbereiche 3 herum 
5 bewirkt werden. 

Wird bei der Ausf Qhrungsform nach Fig. 8 das FormstOck 29 
aus einem elektrisch leitenden Material hergestellt, so 
kann eine.weitere Verringerung des Auf iadeproblems dadurch 
10 erreicht werden, daS die RQckseite 16 des Halbleiterchips 5 
ebenfalls metallisiert ausgefQhrt ist und z. B. mittels 
eines elektrisch leitenden Klebers auf die Oberseite des 
FormstQcks 29 geklebt wird und somit ebenfalls mit dem 
Massekontakt des Chips 5 verbunden ist. 

15 

Es ist auch mdglich, die Karte 4 so auszufQhren, daB 
mindestens eine Oberseite der Karte mit einer elektrisch 
leitenden Schicht versehen ist.. die. mit dem, den Masse- 
kontakt bildenden au&eren AnschluBbereich 3 elektrisch 

20 leitend verbunden ist. Die elektrisch leitende Schicht ist 
in einfacher Weise in der Weise zu realisieren, daB die 
erste Deckfolie 26 und/oder die zweite Deckfolie 25 aus 
elektrisch leitendem Material hergestellt sind. BezQglich 
der Isolierung der nicht als Massekontakt vorgesehenen 

25 auBeren AnschluBbereiche 3 gilt das Obengesagte. 

Die elektrisch leitenden Schichten konnen aus metallisiertem 
Kunststoff bestehen, der als 'Deckfolie angebracht wird. 
Sie kSnnen auch durch Aufdampfen, Aufdrucken Oder bei 
30 aktiviertem Poiyimid mittels eines galvanischen Verfahrens 
auf die verwendeten Kunststoff ol ien aufgebracht werden. 
Weiterhin ist es m5glich, Metallfolien zu verwenden Oder 
das FormstOck 29 aus Metall zu fertigen. 



35 
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Durch den erf indungsgemaBen Aufbau der tragbaren Karte 4 
gelingt es, in wirtschaftlich giinstiger Weise eine den 
Halbleiterchip 5 und die zum AuBenanschluB notwendigen 
auBeren AnschluBbereiche 3 enthaltende Einheit 1 vorzu- 
5 sehen, die separat von den Folien 25 und 27 und dem Karten- 
trager 2 hergestellt und geprQft werden kann, und die als 
einheitliches Teil, das bis auf die erhShten auBeren An- 
schluBbereiche 3 glatt ausgefQhrt und somit gut handhab- 
bar ist, ausgefQhrt ist, wobei die Einheit 1 rait geringenr 
•0 Auf wand zur Karte 4 weiterverarbeitet werden kann. 



8 Figuren 

16 PatentansprOche 
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PatentansprOche 

1. Tragbare Karte zur Informationsverarbeitung mlt einem 
in der Karte angeordneten Haiblelterchip (5) und rait SuBe- 

5 ren AnschluBbereichen (3), die mit den Kontaktierungs- 
fiachen (17) des Halbleiterchips (5) durch'ein Leiternetz 
(6) verbunden sind, dadurch gekennze'ichnet 
daS der Halbleiterchip (5) in Form eines Mikropacks, be- 
stehend aus einem Kunststof fzwischentrSger (7), der mit 

10 einem eine grQBere Fiache als der Halbleiterchip (5) auf- 
weisenden Fenster (8) versehen 1st und der einseltig mit 
einem metallischen Leiternetz (6) versehen ist, dessen zum 
Kontaktieren der Kontaktierungsf Uchen (17) bestiinmte An- 
schluBfinger (18) in das Fenster (8) hineinragen. wobei 

15 die KontaktierungsfUchen (17) des Halbleiterchips (5) zur 
elektrischen Kontaktierung und zur mechanischen Halterung 
des Chips (5) mit dem in das Fenster (8) hineinragenden 
Enden der AnschluBf inger (18) kontaktiert sind, in der 
aus einem KartenkSrper (2) und mindestens einer Deckfolie 

20 (25) bestehenden Karte (4) angeordnet 1st und daB das 
Mikropack als in eine fensterartige Aussparung (21) des 
KartenkSrpers (2) einpaBbare Einheit (1), deren Dicke in 
etwa der Dicke des KartenkSrpers (2) entspricht und auf 
deren einer OberfUche die auBeren AnschluBbereiche (3) ' 

25-angeordnet sind', hergestellt ist. 

2. Tragbare Karte nach Anspruch 1, dadurch gekenn - 
z e i c h n e t , daB auf der Unterseite der aus Karten- 
kOrper (2) und einpa.Bbarer Einheit (1) gebildeten Anord- 

30 nung eine erste Deckfolie (26) angeordnet ist. 

3. Tragbare Karte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e - 
k e n n z e i c h n e t , daB auf der Oberseite der 

aus Kartenkdrper (2) und einpaBbarer Einheit (1) gebildeten 
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Anordnung eine zwelte, die AnschluBbereiche (3) ausspa- 
rende Deckfolie (25) angeordnet ist. 

4. Tragbare Karte nach elnem der AnsprQche 1 bis 3, da- 

5 durch gekennzeichnet , daB HohlrStume zwi- 
schen erster und zweiter Deckfolie (26, 25) rait Kunststoff 
(11) ausgefQllt sind. 

5. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- 

10 durch gekennzeichnet , daB der Kunststoff- 
zwischentrSger (7) auf einer, ir\ die f ensterartige Ausspa- 
rung (21) einpaBbaren, das Unterteil der einpaBbaren Ein- 
heit (1) bildenden Bodenanordnung (28) angeordnet ist, 

15 6, Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet , daB zwischen Kunst- 
stoff zwischentrager (7) und Bodenanordnung (28, 29) eine 
TrSgerfolie (9) angeordnet ist. 

20 7. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche M bis 6, da- 
durch gekennzeichnet , daB Qber dem Kunst- 
stoff zwischentrSger (7) eine die aiuBeren AnschluBbereiche 
(3) aussparende in die fensterartige Aussparung (21) ein- 
paBbare und das Oberteil der einpaBbaren Einheit (1) bil- 

25 dende Deckelfolie (27) angeordnet ist. 

8. Tragbare Karte nach einem- der AnsprQche 1 bis 7, da- • 
durch gekennzeichnet , daB als Boden- 
anordnung eine Bodenfolie (28) vorgesehen ist. 

30 

9. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet , daB als Boden- 
anordnung ein mit einem eine groBere FlMche als der Halb- 
leiterchip (5) aufweisenden Hohlraum (30) versehenes Form- 
SB stuck (29) vorgesehen ist. 
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10. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
mit dera Leiternetz (6) verbundenen, auf dem Kunststoff- 
zwischentrSger (7) befindlichen auBeren AnschluBbereiche 

5 (3) in ihrer Dicke verstarkt sind. 

11. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
auBeren AnschluBbereiche (3) so verstarkt sind, daB die 

^0 aus den verstarkten auBeren AnschluBbereichen (3) und der 
zweiten Deckfolie (25) bestehende OberfUche der karte (4) 
plan 1st. 

12. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 11, 

15 dadurch gekennzeichnet, daB die 
Bodenanordnung (28% 29) mindestens teilweise aus elektrisch 
leitendem Material hergestellt ist. 

13. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 12, 

20 dadurch gekennzeichnet, daB die 
Deckelfolie (27) mindestens teilweise aus elektrisch 
leitendem Material hergestellt ist. 

14. Tragbare Karte .nach einem der AnsprQche 1 bis 13, 

25 dadurch gekennzeichnet, daB die 
metallisierte Ruckseite (16) des Halbleiterchips (5) an der 
mindestens teilweise aus elektrisch leitendem Material 
. hergesteilten Folie oder Anordnung (28, 29) elektrisch 
leitend angeordnet ist. 

30 

15. Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 14, 
dadurch g ek e n* n z e'i c h n e t daB 
mindestens eine Deckfolie (25, 26) mindestens teilweise 
aus elektrisch leitendem Material hergestellt ist. 
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16* Tragbare Karte nach einem der AnsprQche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daft die 
mindestens teilweise aus elektrisch leitendem Material 
hergestellte Folie Oder Anordnung (25, 26, 27, 28, 29) 
mit dem den Massekontakt bildenden auBeren AnschluBberelch 
(3) elektrisch leitend verbunden ist. 
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